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１．概要（Summary） 

触覚刺激によって変化する構造色を有するセンサ開発

と、カメラを利用して構造色から情報を抽出する原理を提

案し、検出システムの構築を行う。前年度は、センサ構造

の内、最も重要な構造色を生成するガラス基板とシリコン

基板の接合時位置合わせ精度について改善を行ったが、

接合強度について課題が残っていた。今年度は、その強

度について改善を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクアライナ（ミカサ社製、MA-10）、デュアルイオンビ

ームスパッタ装置（ハシノテック社製、10W-IBS）、スピン

コータ（ミカサ社製 1H-DX2），シリコン深堀エッチング装

置（SPP テクノロジーズ社製、MUC-21 ASE Pegasus） 
 
【実験方法】 

接合するシリコン基板、ガラス基板はそれぞれ必要な

パターンで、シリコン深堀エッチング装置およびフッ化水

素酸を用いてエッチングした。2 枚の基板を陽極接合する

ことでセンサ構造の完成となる。陽極接合時には、スペー

サの除去時の±数 mm 程度の位置合わせのずれが問題

となるため、厚さ 11µm の固定スペーサを基板各所に配

置することで、真空封止と位置合わせ精度を両立すること

を目指した。前年度は、11µm のギャップが原因で、基板

同士の静電引力が低下し、接合強度が不十分であった

が、今年度は、支援機関外の陽極接合装置にて接合電

圧を 600V から、1000V へ変更し、静電引力を約 2.8 倍

上昇させることを試みた。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1に600V 及び1000Vそれぞれにおける接合の結

果を示す。Fig. 1 (b) においては、(a)では見られない、ス

ペーサ周辺のガラスの割れが確認できた。このことは、静

電引力が上昇していることで、基板同士の密着が改善さ

れた影響と考えられる。この後、接合強度に関して検証を

行う。 

固定スペーサ

  

(a) 600V                 (b) 1000V 
Fig. 1 Bonding device using fixed spacer. 
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